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成果摘要： 

产品功能及应用领域：印制电路板(PCB)是电子产品中的基础器件，几乎所有的电子产品中都需要PCB，例如：家电、

通信产品、工业控制设备、IT硬件平台等。产品主要用于通信、航空航天、工业控制、计算机等。技术特点：解决了镀

铜时铜箔厚度均匀性、干膜贴膜中孔表面张力和贴膜密实性、多层板孔内直接电镀厚铜技术关键等问题。与国内外同类

产品比较：层数12层，最小孔径0.1mm，最小线径/线隙0.075/0.075mm；国内其它企业：层数10层，最小孔径

0.3mm，最小线径/线隙0.12/0.12mm。成熟程度：小批量生产；新增总投资：2200万元；新增销售收入：9680万

元；出口创汇：200万美元；主要竞争企业：远东电路板有限公司、上海昆山沪士电路板有限公司。市场简要分析：凯

迪思公司现有用户500家左右，主要为通信、航空航天、计算机等领域。1998年全球PCB产值达370亿美元，预计

2004年将增至500多亿美元，国内2000年北京市场电路板需求达10亿元以上，而多层板的需求在59%以上。凯迪思公

司的产品已达国内先进水平，该项目的投资回收期为2.78年。 产品主要技术指标：该公司生产的多层印制电路板层数

最多达12层，最小孔径可达0.1mm，最小线径/线隙可达0.075/0.075mm，最薄板厚可达0.3mm，并且可以生产带有球

型封装和盲孔埋孔的多层印制电路板。 
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